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· 闫金良  

微通道板电子透射膜工艺的AES研究 

闫金良

(烟台师范学院物理系,山东烟台 264025) 
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摘要  用冷基底溅射方法和静电贴膜方法分别在微通道板表面制备了电子透射膜,采用俄歇电子能谱(AES)研究了
两种工艺制备的微通道板电子透射膜的薄膜成分,微通道板电子透射膜工艺失败微通道板通道表面的成分和通道内
壁的成分随深度的变化. 结果表明,冷基底溅射方法制膜工艺的失败对MCP造成了严重的碳污染,污染的MCP不可回
收;静电贴膜方法制膜工艺的失败对MCP通道表面没有明显影响,MCP可回收利用. 
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